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Status przedmiotu Obowigzkowy
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do
Efekty ksztalcenia efektow
kierunkowych

Symbol

Kategoria efektu

Ma zaawansowang wiedze z wybranych dziatbw w
zakresie fizyki, obejmujgca m.in. mechanike, optyke,
optoelektronike, przewodnictwo cieplne, plazme, emisji
W01 | promieniowania optycznego, w tym wiedze niezbedng do AiR1_W02
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych
wystepujacych w elementach i uktadach automatyki i
robotyki systemow laserowych.

Ma zaawansowang wiedze z wybranych dziatbw w
zakresie wtasnosci i cech materiatéw stosowanych m.in.
w budowie maszyn, zwtaszcza urzgdzen automatyki i
Wiedza robotyki, w  zakresie wykorzystania techniki
w02 . ) . AN :

komputerowej do rozwigzywania zadan inzynierskich w
tym znajomos¢ oprogramowania urzgdzen laserowych i
procesow wykorzystujgcych skoncentrowang wigzke
laserowa.

AiR1_W03

Zna procesy konstruowania elementéw maszyn i
urzagdzen oraz procesy ich wytwarzania z wykorzystaniem
technologii laserowych. Zna i rozumie procesy
wytwarzania elementdw maszyn i urzadzen z
wykorzystaniem technologii ubytkowych, spajania,
przyrostowych i obrébki powierzchniowe;.

W03 AiR1_WO04

Potrafi pracowa¢ indywidualnie i w zespole; umie
oszacowaé czas potrzebny na realizacje zleconego
zadania; potrafi opracowacé i zrealizowaé harmonogram
prac zapewniajgcy dotrzymanie termindw, potrafi
przygotowa¢ i przedstawi¢ krétkg prezentacje
poswiecong wynikom realizacji zadania inzynierskiego,
ma umiejetnos¢ samoksztatcenia sie, m.in. W celu
podnoszenia kompetencji zawodowych, potrafi
komunikowac sie z otoczeniem z uzyciem
specjalistycznej terminologii

uo1 AiR1_U02

Umiejetnosci

Potrafi opracowa¢ dokumentacje dotyczacg realizacji
zadania inzynierskiego i przygotowac tekst zawierajgcy
omowienie wynikow realizacji tego zadania, potrafi brac
udziat w debacie dotyczacej opracowanego zadania
inzynierskiego, przedstawia¢ i oceniaC rozne opinie i
stanowiska oraz dyskutowac o nich.

uo2 AiR1_UO03

Jest gotéw do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
koniecznosci pozyskiwania nowych informacji zaréwno z
literatury, jak i od ekspertow z dziedziny automatyki i
robotyki.

KO1 AiR1_KO01

Kompetencje

Ma Swiadomosé waznosci i Zrozumienie
spoteczne

pozatechnicznych aspektéw i skutkow dziatalnosci
K02 |inzynierskiej, w tym jej wptywu na bezpieczenstwo innych AiR1_K02
ludzi oraz wpltywu na Srodowisko i zwigzanej z tymi
zagadnieniami odpowiedzialnosci
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TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec

Tresci programowe

wyktad

Podstawowe pojecia z zakresu technologii laserowych obejmujgce miedzy innymi:
podstawy budowy i dziatania urzadzen Ilaserowych, a takze wiasciwosci
promieniowania laserowego. Podstawy optyki, w tym ogniskowanie oraz transport
wigzki laserowej, dtugosé Rayleigh’a, modowos¢ wigzki. Zasady bezpieczeristwa
pracy z urzgdzeniami laserowymi w tym dziatanie promieniowania laserowego na
organizmy zywe w zaleznosci od rodzaju wykorzystywanego zrédia laserowego.
Oddziatywanie zogniskowanej wigzki laserowej z powierzchnig metali: nagrzewanie,
przetapianie, wypalanie, odparowywanie oraz tworzenie sie zjawiska kanatowego.
Podstawowe parametry proceséw technologicznych z wykorzystaniem wigzki
laserowej: moc, predkosc¢, czestotliwosé, potozenie ogniska, zastosowanie réznych
uktadéw optycznych. Powierzchniowa gestos¢ mocy promieniowania laserowego —
wplyw na przebieg obrobki laserowej. Spawanie laserowe przewodnosciowe i gtebokie
(z kanatem parowym). Metody laserowego ciecia materiatow. Laserowe ksztattowanie
materiatow. Spawanie laserowe przewodnosciowe i gtebokie a takze ciagte i
impulsowe oraz z wykorzystaniem wigzki oscylujgcej. Spawanie laserowe ztgczy
doczotowych, pachwinowych i zaktadkowych, w tym z wykorzystaniem materiatu
dodatkowego. Laserowa hartowanie powierzchniowe. Napawanie oraz prototypowanie
laserowe z wykorzystaniem metod przyrostowych. Wykorzystaniem
zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk laserowych w projektowaniu
proceséw obrébki laserowej: ciecie laserowe, kompensacja, ciecie matych i duzych
konturéw, spawanie laserowe, rodzajow ztgczy oraz parametry spawania. Laserowa
obrobka powierzchniowa z wykorzystaniem laseréow impulsowych i wigzki skanujgce;.

laboratorium

Wptyw parametrow obrébki na przebieg i efekt ciecia laserowego, ciecie réznych
konturéw oraz r6znych grup metali (stal weglowa, nierdzewna i aluminium). Laserowe
ciecie ablacyjne wigzkg skanujgcg. Ksztattowanie laserowe swobodne. Dobdr
parametréw spawania laserowego, laserowe spawanie wigzkg oscylujgcg. Spawanie
laserowe ztgczy réznoimiennych. Hartowanie laserowe powierzchniowe. Modyfikacja
wihasciwosci powierzchni z wykorzystaniem procesu napawania laserowego. Laserowa
obrébka powierzchniowa z wykorzystaniem laseréw impulsowych i wigzki skanujgce;j.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
Symbol
efektu Eg:?:;(in I;?szean;::; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
W01 X
W02 X
w03 X
uo1 X
uo2 X
KO1 X
K02 X
L (IS vtk dopoeb wspskzemnelcosposors” WM | (BT
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najmniej 50% punktow.

Forma . . . . .
. . Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Pozytywne zaliczenie kolokwium koncowego. Uzyskanie co
wyktad zaliczenie z oceng

laboratorium zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢ oraz uzyskanie co
najmniej 50% punktoéw z kolokwium kohcowego.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jetc:(?s
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|/piswicjL | P|S h
’ studiow 15 15 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
& nauczyciela akademickiego 34 22 0
Liczba punktow ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,36 0,88 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. studenta 16 28 h
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,64 1,12 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
s o charakterze praktycznym 25 25 L
Liczba punktow ECTS, ktéra student
8. | uzyskujew ramach zaje¢ o 1 1 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca
9. studenta 50 50 h
10, Punkty ECTS za nllodu'i N 2 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
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